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Part Number on the website

(Except Part Number on the website, please contact us.)

No.
構成材
Material

材料名
Description

①
誘電体素子
Dielectric

セラミック
Ceramic

②
内部電極

Inner electrode
ニッケル

Ni

③
外部電極

Outer electrode
銅＋ニッケルめっき＋錫めっき

Cu + Ni plating + Sn plating

④
端子取付けはんだ

Inner solder
Sn-Sb系又はSn-Ag系はんだ
Sn-Sb or Sn-Ag type solder

⑤
端子(リード線)

Lead wire
はんだ引きCP線(はんだの組成：Sn-(1～3)Cu)

Solder(Sn-(1-3)Cu) coated CP wire

⑥
外装樹脂
Enclosure

エポキシ樹脂
Epoxy resin
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